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W75a 硬X線の精密な撮像分光観測に向けた多層DSSDシステムの開発の現状
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10-100 keV帯域の硬Ｘ線は、銀河団や超新星残骸における粒子加速を探る上で、非常に重要であるが、これま
で分角にせまる高精度の撮像分光観測は実現できていない。2013年の打ち上げを目指す「NeXT」衛星は、名古
屋大学などが中心となって開発しているスーパーミラーを用いて、80 keVまでの硬Ｘ線を集光結像する。我々は
対となる焦点面検出器、硬Ｘ線イメージャ(HXI)を開発している。HXIには高い検出効率と位置分解能に加え、
優れたエネルギー分解能と低いバックグラウンドの両立が求められる。HXIは低バックグラウンド実現のために
井戸型 BGOシールドに覆われており、20-80 keVを担当する CdTeイメージャに加え、5-30 keVを担う多層の
シリコンストリップ検出器 (DSSD)で構成される。シリコン半導体と井戸型シールドの組み合わせは、「すざく」
の硬Ｘ線検出器 (HXD)で世界一低い軌道上バックグラウンドを実現している。HXIでは HXDと同じ 2 mmの
厚さを、∼500 µm厚のDSSDを４層に重ねることで実現する。DSSDの多層化を高密度かつコンパクトに実装す
ることは、検出効率を向上させ焦点面で鮮明なイメージをえるめにも不可欠の技術である。我々は 2.56 cm角、
300 µm厚、400 µmの位置分解能をもつDSSDを、2.0 mmピッチで４段に重ねるシステムを試作し、動作を確
認した。さらに、500 µm厚のDSSDへの対応を目指し、2.3 mmピッチの新しいシステムを開発中である。すで
にこのシステム１層では−10 ℃で 1.6 keVのエネルギー分解能を達成しており、多段化することの影響を精査し
ている。また各層間の接続の信頼性向上のために、熱サイクル試験も行っている。


